


专业简介

本微专业依托电子信息工程专业优势，聚焦集成电路设计、制造

与应用，旨在培养适应国家战略需求的高素质人才。课程涵盖《半导

体制造工艺基础》《集成电路综合设计》《传感器原理及应用》等核心

内容，注重理论与实践结合，强化学生的设计与创新能力。微专业面

向全校理工科学生开放，尤其适合对电子技术、通信工程等领域感兴

趣的学生。通过学习，学生将掌握集成电路全流程知识，为未来从事

芯片设计、电子产品研发等工作打下坚实基础。

培养目标

本微专业面向集成电路产业及相关领域对高素质技术人才的需

求，以“厚基础、重实践、强能力、促创新”为指导思想，使学生掌

握集成电路设计与应用领域的基础知识，包括半导体制造工艺、集成

电路设计、嵌入式系统开发、传感器应用等核心技术。通过课程学习

与实践训练，培养学生具备解决复杂工程问题的能力，提升其工程实

践能力和可持续发展能力，使其能够在集成电路设计、芯片制造、系

统集成、技术管理等相关领域从事科学研究、工程设计与技术开发等

工作，成为具有创新精神和实践能力的应用型工程技术人才。

招生对象与招生计划

招生对象：大一学生（鼓励对电子信息、集成电路设计、半导体技术、

嵌入式系统开发等领域有一定了解和兴趣，有从事相关领域就业意愿；

综合素质较高，具备良好的学习能力、逻辑思维能力和团队协作精神；

主修专业成绩良好，有一定的电路设计、编程基础或参与过相关课程



设计、学科竞赛者积极报名）

招生计划：50

学期与学制

学制：2年

学期：修读期限 4个学期，弹性学期 3-6 个学期。

学分：18

学习证明

学生修满 18学分即完成本微专业学习，由学校统一发放微专业

学习证明。

微专业不在中国高等教育学生信息网（学信网）备注信息，不具

有学士学位授予资格。

收费标准

微专业按学分收取学分，100 元/学分。

课程计划

课程名称 学分 总学时 理论学时 实验学时 考核方式 开设学期

半导体制造工

艺基础
3 48 32 16 考查 3

集成电路综合

设计
4 64 32 32 考查 3

传感器原理及

应用
3 48 48 0 考查 4

嵌入式系统设

计与开发
2 32 16 16 考查 4

计算机辅助设

计
2 32 16 16 考查 5

工程制图 2 32 32 0 考查 5

工程伦理与规

划设计
1 16 16 0 考查 6

科技论文写作

与专利申请
1 16 16 0 考查 6



课程简介

序号 课程名称 课程简介

1

半导体制造工艺基础

本课程深入讲解半导体制造的核心

工艺流程，涵盖晶体生长、外延生长、

光刻、蚀刻、掺杂等关键技术环节。

学生将通过理论学习与实验操作，掌

握半导体材料的特性、工艺参数的优

化以及质量控制方法。课程结合实际

案例，帮助学生理解半导体制造在集

成电路产业中的关键地位，为后续集

成电路设计与应用奠定坚实基础，培

养学生的工艺分析与实践能力。

2

集成电路综合设计

课程聚焦于集成电路设计的全流程，

从电路原理图设计、版图设计到仿真

验证。学生将学习使用先进的集成电

路设计软件工具，掌握数字电路与模

拟电路的设计方法，包括逻辑设计、

时钟管理、电源管理等。课程通过项

目驱动教学，让学生在实践中掌握集

成电路设计的关键技术，提升解决复

杂工程问题的能力，培养学生的创新

思维与团队协作精神。

3
传感器原理及应用

本课程系统介绍各类传感器的工作

原理、特性参数及其在不同领域的应



用。涵盖温度、压力、光敏、气敏等

多种传感器。课程结合实际应用案

例，如智能家居、工业自动化等，帮

助学生理解传感器在现代电子系统

中的重要作用，培养学生的应用开发

能力与工程实践能力。

4

嵌入式系统设计与开发

课程围绕嵌入式系统的设计与开发

展开，讲解微控制器、嵌入式操作系

统、外设接口等核心内容。学生将学

习嵌入式系统的硬件选型、软件编程

以及系统集成方法，通过实际项目开

发，掌握嵌入式系统在智能设备、物

联网等领域的应用。课程注重实践教

学，培养学生的系统设计能力与创新

应用能力，为学生从事嵌入式系统相

关工作提供有力支持。

5

计算机辅助设计

本课程介绍计算机辅助设计（CAD）

在集成电路设计中的应用，涵盖电路

仿真、版图设计、信号完整性分析等

工具的使用。学生将学习如何利用

CAD 工具提高设计效率、优化设计性

能，掌握设计规则检查（DRC）、电气

规则检查（ERC）等关键技术。课程

通过实际案例分析与项目实践，培养

学生的计算机辅助设计能力，提升其



在集成电路设计领域的竞争力。

6

工程制图

课程主要讲解工程制图的基本知识

与技能，包括投影法、视图、剖视图、

轴测图等制图方法，以及机械零件、

电子线路板等的绘制技巧。学生将通

过手工绘图与计算机绘图相结合的

方式，掌握工程图纸的规范表达与读

图能力。课程旨在培养学生的空间思

维能力与工程图纸绘制能力，为后续

的集成电路版图设计、工程设计等工

作提供基础支持。

7

工程伦理与规划设计

本课程探讨工程伦理的基本概念、原

则与实践应用，结合集成电路设计与

应用领域的实际案例，引导学生思考

工程师的职业责任、伦理困境与可持

续发展问题。同时，课程讲解工程项

目的规划设计方法，包括需求分析、

方案设计、项目管理等环节，培养学

生在工程实践中的伦理意识与规划

设计能力，使其能够在复杂工程环境

中做出合理决策。

8

科技论文写作与专利申

请

课程旨在培养学生撰写科技论文与

申请专利的能力，讲解科技论文的结

构、写作规范与投稿流程，以及专利

申请的基本知识、撰写技巧与申请策



略。学生将通过实际写作与申请案例

分析，掌握如何将研究成果转化为学

术论文与专利，提升其科研成果转化

能力与知识产权保护意识，为学生未

来从事科研工作与技术创新提供重

要指导。

报名方式及选拔要求

招生条件：

面向全校理工相关专业本科生。非理工专业须基本掌握一门计算

机编程语言，熟悉编程的基本理论和知识。

符合报名条件的学生在规定时间内登录教务系统报名。

说明

招生电话及联系方式：0538-8985834 徐美玲老师。

：

其他要求参照德院政字[2022]66 号《德州学院微专业建设管理

办法》文件执行。




